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II modulo termoelettrico integrato e costituito da un insie- 
me di termoelementi conduttori e/o semicondu.ttori di tipo P 
e di tipo N, assemblati elettricamente in serie e termica- 
mente in parallelo su supporti flessibili di materiale poli- 
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e caratterizzato dal fattp che i termoelementi conduttori 
e/o semi con^^^^^^ sgno distriibuiti al l M nternp dj^t. ^ 
termoelettrico integrato in modo da arriionizzare giaometrica- 
mente il calore trasferito dal modulo stesso al caTore scam- 
biato dalle superfici di scambio termico e rendere il piu 
uniforme possibile la di stribuzione di temperatura sulle su- 
perfici di scambio termico, al fine di ottimizzare Teffi- 
cienza del modulo riducendo il salto termico tra le due fac- 
ce dello stesso. 
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DESCRIZIONE 



La presente invenzione si riferisce in generale al settore dei 



refiigerazione e/o il riscaldamento in ambito civile e/o industriale. 

I dispositivi termoelettrici del tipo sopra menzionato sono da tempo 
noti nella tecnica e comprendono in genere un modulo termoelettrico o 
temiopila costituita da un insieme di termoelementi conduttori e/o 
semiconduttori di tipo P e di tipo N assemblati elettricamente in serie e 
temiicamente in parallelo su support! di materiale rigido oppure flessibile. 
Questi moduli termoelettrici sono poi coUegati a superfici di scambio 
termico per formare pompe di calore per applicazioni domestiche e 
commerciali. 

I moduli termoelettrici di tipo noto nella tecnica presentano in linea 
di massima alcuni inconvenienti relativi alia loro efificienza termica e alia 
loro firagilita. In particolare per quanto riguarda il primo inconveniente, i 
moduli termoelettrici noti nella tecnica non permettono di ottenere una 
distribuzione uniforme di temperatura degli scambiatori cui sono applicati 
poich6 non sono adattabili alle caratteristiche variabili degli scambiatori 
stessi, che dipendono dal tipo di applicazione cui sono destinati. Per quanto 
riguarda il secondo inconveniente, causato dalla fragilita dei supporti, si 
sono spesso verificate rotture del modulo termoelettrico durante le fasi di 
assemblaggio con lo scambiatore e/o durante Tesercizio per le differenti 



dispositivi termoelettrici a stato solido che utilizzano Teflfetto Peltier per la 
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dilatazioni delle due facce del modulo per effetto delle diverse temperature 
cui si vengono a trovare gli scambiatori. 

La presente invenzione si propone il compito di owiare a questi 
incom^enienti dei moduli termoelettrici di tipo noto nella tecnica, 
realizzando un modulo termoelettrico di nuova cohcezione. 

Tale compito viene risolto secondo la presente invenzione con un 
modulo termoelettrico integrato costituito da un insieme di termoelementi 
conduttori e/o semiconduttori di tipo P e di tipo N, assemblati 
elettricamente in serie e termicamente in parallelo su supporti flessibili di 
materiale polimero collegati a rispettive superfici di scambio termico ed e 
caratterizzato dal fatto che i termoelementi conduttori e/o semiconduttori 
sono distribuiti airintemo del modulo termoelettrico integrato in modo da 
armonizzare geometricamente il calore trasferito dal modulo stesso al calore 
scambiato dalle superfici di scambio termico e rendere quindi il piu 
uniforme possibile la distribuzione di temperatura suUe superfici di scambio 
termico, al fine di ottintiizzare I'efficienza del modulo termoelettrico 
integrato riducendo il salto termico tra le due facce dello stesso. 

La presente invenzione verr& illustrata pit, in dettaglio con 
riferimento alia figura del disegno in cui il modulo termoelettrico integrato 
secondo I'invenzione 6 accoppiato a scambiatori di calore, a titolo 
esemplificativo, alettati ed e illustrato in una vista in sezione. 

II modulo termoelettrico integrato (10) dell'invenzione 6 costituito 
da un insieme di termoelementi conduttori e/o semiconduttori di tipo N e di 
tipo P assemblati elettricamente in serie e termicamente in parallelo su 
supporti flessibili o film (11) di materiale polimero. 
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II materiaie polimero di supporto (11) dei tennoelementi e costituito, 
preferibilmente, da una poliimmide disponibile in conmiercio con il nome 
Kapton®. 

n modulo tennoelettrico integrato (10) presenta una stjruttura a 
sandwich fonnata da due supporti (11) in mezzo a cui sono disposti i 
temioelementi conduttori e/o semiconduttori. 

n modulo tennoelettrico integrato (10) e associato a scambiatori di 
calore (12) e fatto aderire alle superfici di base degji stessi tramite un 
materiaie temioconduttore a cambiamento di fase (13). 

I vantaggi tecnici che si ottengono con un dispositivo tennoelettrico 
secondo Tinvenzione sono i seguenti. 

Mediante una opportuna distribuzione dei temioelementi all'intemo 
del modulo tennoelettrico integrato (10) e possibile armonizzare la 
configurazione del modulo stesso con quella delle superfici di scambio (12) 
al fine di migliorare la corrispondenza fra il calore trasferito dal modulo e il 
calore scambiato dalle superfici di scambio termico (12) ed ottenere ima 
distribuzione di temperatura il piu uniforme possibile e, quindi, migliorare 
Tefficienza del modulo con la riduzione del salto termico fi:a le due facce 
dello stesso. 

L'impiego di un materiaie di coUegamento del modulo 
tennoelettrico integrato (10) alle superfici di scambio termico (12), 
costituito da un materiaie termoconduttore a cambiamento di fase, consente 
di ottenere un coUegamento stabile anche senza ricorrere ad xma pressione 
di contatto eccessiva per ottenere Tintimo contatto fira il modulo 
tennoelettrico integrato e le superfici di scambio termico (12). Inoltre, tale 
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materiale a cambiamento di fase ha un'elevata conducibilita termica ed e in 
grado di assorbire nel modo migliore possibile e senza danni al modulo 
stesso le eventuali irregolarit^ nello spessore del modulo per effetto della 
diversa altezza dei termoelementi e gli effetti differenziali in teraiini di 
dilatazione termica degli scambiatori quando, in esercizio, vengono a 
trovarsi a temperaturei differenti £ra loro. 
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RTVENPICAZIONI 



1) Modulo tennoelettrico integrato (10) costituito da un insieme di 
tennoelementi conduttori e/o semiconduttori di tipo P e di tipo N assemblati 



di materiale polimero coUegati a rispettive superfici di scambio tennico 
(12), caratterizzato dal fatto che i tennoelementi conduttori e/o 
semiconduttori sono distribuiti all'intemo del modulo tennoelettrico 
integrato (10) in modo da armonizzare geometricamente il calore trasferito 
dal modulo stesso (10) al calore scambiato dalle sujjerfici di scambio 
tennico (12) e rendere il piu imifonne possibile la distribuzione di 
temperatura sulle superfici di scambio termico (12), al fine di ottimizzare 
I'efficienza del modulo tennoelettrico integrato (10) riducendo il salto 
termico tra le due facce dello stesso. 

2) Modulo tennoelettrico integrato secondo la rivendicazione 1, 
caratterizzato dal fatto che per il collegamento del modulo stesso (10) alle 
superfici di scambio tennico (12) si impiega vn materiale termoconduttore a 
cambiamento di fase (13) avente un'elevata conducibilitd termica ed atta ad 
assorbire senza danni eventu^ irregolarit^ nello spessore del modulo 
tennoelettrico integrato per efifetto delle toUeranze in altezza dei 
termoelementi conduttori e/o semiconduttori. 



elettricamente in serie e termicamente in parallelo su supporti flessibili (1 1) 



n mandatario Ing. Franco Carloni 



dell'Uflf.Brev. CALVANI SALVI & VERONELLI SRL 



